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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
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Motherboard Layout
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1 ATX 12V Power Connector (ATX12V1)

CPU Fan Connector (CPU_FANI1)

CPU Fan / Waterpump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)
2 x 288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_BI)

(NS S}

5 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)

6 RGBLED Header (RGB_LED2)

7  ATX Power Connector (ATXPWR1)

8 USB 3.2 Genl Header (USB3_7_8)

9 AMD LED Fan USB Header (USB_1)

10 SPITPM Header (SPI_TPM_J1)

11  Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
12 SATA3 Connector (SATA3_5_6)

13 SATA3 Connector (SATA3_7_8)

14 SATA3 Connector (SATA3_1_2)

15 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

16 SATA3 Connector (SATA3_4)

17 SATA3 Connector (SATA3_3)

18  System Panel Header (PANEL1)

19  Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)

20 USB 2.0 Header (USB_2_3)

21 USB 3.2 Genl Header (USB3_9_10)

22 Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
23 Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

24 RGBLED Header (RGB_LEDI)

25 COM Port Header (COM1)

26 TPM Header (TPMS1)

27  Front Panel Audio Header (HD_AUDIOL1)

28 Thunderbolt AIC Header (TBI1)

29 Chassis Fan / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gléwnej ASRock X570 Pro4, niezawodnej plyty gléwnej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock, rygorystyczng kontrolg

jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

zawartos¢ tej dokumentacji moze zostac zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jakichkol-
wiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostgpna na stronie interneto-
wej ASRock, bez dalszego powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w odniesieniu do
tej plyty gtownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania specyficznych informacji
o uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze pobra¢ liste najnowszych
kart VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

Q Poniewaz specyfikacje plyty glownej i oprogramowanie BIOS mogq zostac zaktualizowane,

1.1 Zawartos¢ opakowania

Plyta gtéwna ASRock X570 Pro4 (Wspoétczynnik ksztattu ATX)
Skrécona instrukcja instalacji ASRock X570 Pro4

Pomocnicza ptyta CD ASRock X570 Pro4

2 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

3 x $ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

1 x gniazda wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)

1 x ostona panelu Wejscia/Wyjscia
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1.2 Specyfikacje

Platforma

CPU

Chipset

Pamiec

Gniazdo roz-
szerzenia

+ Wspolczynnik ksztaltu ATX
+ Konstrukcja kondensatorami statymi
+ PCB z2 uncjami miedzi

« Obstuga procesorow serii AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000 i 3000
« Digi Power design

« Sekcja zasilania 10 Power Phase Design
- AMD X570

+ Technologia pamieci Dual Channel DDR4

+ 4x gniazda DDR4 DIMM

+ Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obstugg DDR4 4066+ (OC)
/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamiec¢
niebuforowana*

« Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstugg DDR4
3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamie¢ niebuforowana*

« Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obstugag DDR4 3466+ (OC)/32
00(0C)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamig¢ niebuforowana*

* Dla serii CPU Ryzen (Picasso), ECC jest obstugiwana tylko z CPU
PRO.

* Sprawdz list¢ obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)

* Sprawdz strone 22 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwosci DDR4 UDIMM.

+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB

+ 15p pozfacane styki w gniazdach DIMM

Procesor serii AMD Ryzen (Matisse)
+ 2 x gniazda PCI Express 4,0 x 16 (PCIE1/PCIE3:pojedyncze w x16
(PCIE1); podwéjne w x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
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Procesor serii AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)
- 2 x gniazda PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3:pojedyncze w x16
(PCIE1); podwdjne w x16 (PCIE1) / x4 (PCIE3))*
Procesor serii AMD Ryzen (Picasso)
+ 2 x gniazda PCI Express 3.0 x 16 (PCIE1/PCIE3:pojedyncze w x8
(PCIE1); podwojne w x8 (PCIEL) / x4 (PCIE3))*
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
2 x gniazda PCI Express 4.0 x1
. Obstuga AMD Quad CrossFireX"™ i CrossFireX""
+ 1x gniazdo M.2 (Key E), z obstuga modutu WiFi/BT typu 2230
« 15p pozlacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIE1)

Grafika - Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w APU
serii Ryzen*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Pamie¢ wspotdzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie pamie¢
wspotdzielona obstuguje do 16GB.
* Maksymalna pamie¢ wspotdzielona 16GB wymaga zainstalowania
32GB pamieci systemowe;j.
+ Podwojne wyjscie graficzne:Obstuga HDMI i DisplayPort 1.2 przez
niezalezne sterowniki graficzne
+ Obstuga HDMI 2.0 z maks. rozdzielczo$cig do 4K x 2K (4096x2160)
przy 30Hz
+ Obstuga DisplayPort 1.2 z maks. rozdzielczoscig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 60 Hz
+ Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR (High
Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.0 (Wymagany monitor zgodny
z HDMI)
+ Obstuga portéow HDCP 2.2 z HDMI 2.0 i DisplayPort 1.2
+ Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portami HDMI 2.0 i
DisplayPort 1.2
+ Obstuga Microsoft PlayReady®
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Audio

LAN

Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem treéci (Kodek audio Realtek
ALC1200)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

Nasadki audio ELNA

Ekranowanie izolacji PCB

Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

3 x porty anteny (na ostonie panelu Wejscia/Wyjscia)

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port HDMI

1 x DisplayPort 1.2

1 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s) (obstuga zabezpieczenia
ESD)

1 x port USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s) (obstuga zabezpieczenia
ESD)

6 x porty USB 3.2 Genl (Obsluga zabezpieczenia ESD)

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)
Gniazda audio HD: Wejécie liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon

8 x zkacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1
RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug

1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280/22110 modutu M.2 PCI Express do Gen4x4
(64 Gb/s) (z Matisse) lub Gen3 x4 (32 Gb/s) (z Pinnacle Ridge oraz
Picasso) *

1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3), obstuga M Key typu
2230/2242/2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen4x4 (64 Gb/s) (z Matisse) lub
Gen3 x4 (32 Gb/s)(z Pinnacle Ridge oraz Picasso)*

* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit
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Zlacze

Funkcja BIOS

« 1x zlacze gléwkowe portu COM
+ 1xzlacze gtéwkowe TPM
+ 1xzlacze gtéwkowe SPI TPM
+ 1xdioda LED zasilania i zlacze gléwkowe glosnika
+ 2 x zlacza gtowkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
+ 1x Adresowalne ztgcze gléwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
+ 1 x zfacze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Ztacze wentylatora CPU obstuguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1 x zfacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteligent-
ne sterowanie predkoscia obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator uktadu
chlodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A (24W).
+ 3 x zlgcza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteli-
gentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Ztacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukladu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP i CHA_FAN3/
WP moze automatycznie wykrywac, jesli uzywany jest wentylator
3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX
+ 1x 8 pinowe zlacze zasilania 12 V
+ 1x zlacze audio na panelu przednim
+ 1x zlacze gléwkowe wentylatora LED AMD
+ 1x zlacze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obstuguje tylko karty
ASRock Thunderbolt AIC)
+ 1x zlacza gtowkowe USB 2.0 (obstuguje 2 porty USB 2.0) (Obstuga
zabezpieczenia ESD)
+ 2x porty gtéwkowe USB 3.2 Gen1 (Obstuga 4 portéw USB 3.2
Genl) (Obstuga zabezpieczenia ESD)

+ Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI

+ Obstuga “Plug and Play”

+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1

+ Obstuga bezzworkowa

+ Obstuga SMBIOS 2.3

+ Wiele regulacji napiecia CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP,
VDDG, CPU Load-Line Calibration, CPU VDDCR_SOC Load-
Line Calibration

0 Pro4
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Monitor
sprzetu

System oper-
acyjny

Certyfikaty

Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna, obudowa,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, obudowa,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/pompa
wodna, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej
Monitorowanie napiecia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, PREM VDDCR_SOGC, +1,8V, VDDP

Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

FCC, CE
Gotowo$¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotowoscia
obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg: http://www.asrock.com

Nalezy pamigtal, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg
A ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi

przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wplywa¢ na stabilnos¢ systemu lub

nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zostac zrobione na

wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetaktowywa-

niem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach,
zworka jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest
“Otwarta”.

W W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS ) pamieci CMOS
(CLRCMOSI1) 2-pinowa zworka Otwarcie: Domyslne

(sprawdz s.1, Nr 19)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamigci
CMOS obejmuja informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawien domyslnych, wylacz komputer i odiacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOS]. Nalezy pamigta¢, aby po
usunieciu danych z pamieci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomi¢ system, a nastgpnie wylaczy¢ go.
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1.4 Wbudowane zfacza gtdwkowe i inne ztacza

Whudowane ztgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczaé zworek

nad tymi zlgczami glowkowymi i zlgczami. Umieszczanie zworek nad zlgczami glowkowymi i

zlgczami spowoduje trwale uszkodzenie ptyty glownej.

Zkacze gtéwkowe na
panelu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 18)

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Q Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze

skonfigurowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Do tego zlacza glowkowego
mozna podlgczaé przycisk
zasilania, przycisk reset i
wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z
przydzialem pinéw ponizej.
Przed podiaczeniem kabli nalezy
zapisa¢ pozycje pinow plus i
minus.

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk resetowa-
nia, aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawieszeniu i braku mozliwosci wykonania
normalnego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podtgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest
wlgczona podczas dzialania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie
uspienia S1/S3. Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje sig w stanie uspienia S4 lub
wylgczenia zasilania (S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED
jest wlgczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtownie sklada sie
z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku
twardego, glosnika, itd. Po podigczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu przedniego
obudowy, nalezy si¢ upewnié, ze jest prawidtowo dopasowany przydzial przewodéw i pinéw.

Dioda LED zasilania i
zfacze glowkowe glosnika
(7-pinowe SPK_PLED1)
(sprawdz s.1, Nr 15)

SPEAKER Podlgcz to tego ztacza
DUMMY glowkowego diode LED zasilania

DUMMY
+5V ,
\

olo

5. |
PLED+
PLED+
PLED-

obudowy i gtosnik obudowy .
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Z¥acza Serial ATA3
(SATA3_5_6:
sprawdz s.1, Nr 12)
(SATA3_7_8:
sprawdz s.1, Nr 13)
(SATA3_1_2:
sprawdz s.1, Nr 14)
(SATA3_3:
sprawdz s.1, Nr 17)
(SATA3_4:
sprawdz s.1, Nr 16)
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SATA3_3 SATA3_4

Te osiem zigczy SATA3
obstuguje kable danych
SATA dla zewnetrznych
urzadzen pamieci z
szybkoscig transferu
danych do 6,0 Gb/s.

Ztacze gtowkowe
wentylatora LED AMD

GND

To ztacze glowkowe jest

uzywane do podlaczania

P- P+
(4-pinowe USB_1) USB_PWR ztacza USB na radiatorze
(sprawdz s.1, Nr 9) AMD SR3.
ZYycza gtowkowe USB 2.0 USB_PWR Na tej plycie gtownej

P-

(9-pinowe USB_2_3)
(sprawdz s.1, Nr 20)

znajduje si¢ jedno

ztacze gtowkowe. Ztacze
glowkowe USB 2.0 moze
obstugiwac¢ dwa porty.

Zlycza glowkowe USB
3.2 Genl

(19-pinowe USB3_7_8)
(sprawdz s.1, Nr 8)

(19-pinowe USB3_9_10)
(sprawdz s.1, Nr 21)

Vbus

Vbus. IntA_PB_SSRX-
IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+
IntA_PA_SSRX+ GND
GND IntA_PB_SSTX-
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
r
IntA_P_D+
IntA_P_D-
N

IntA_P_SSTX+
InfA_P_SSTX-
GND
InfA_P_SSRX+
IntA_P_SSRX-
Vbus

(e][e][e]
. ololo
[ Vous
IntA_P_SSRX-
IntA_P_SSRX+
GND

IntA_P_SSTX-
IntA_P_SSTX+
ND

IntA_P_D-
IntA_P_D+

D

Na tej plycie gtownej
znajdujg si¢ dwa zigcza
glowkowe. Kazde ztacze
glowkowe USB 3.2 Genl
moze obstugiwaé dwa

porty.

0 Pro4
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Ztycze gtowkowe audio
panelu przedniego
(9-pinowe HD_
AUDIO1)

(sprawdz s.1, Nr 27)

&

GN|

D
PRESENCE #
MIC_RET

OUT_RET

rukcje z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

To zlacze glowkowe stuzy
do podlgczania urzadzen
audio do przedniego
panelu audio.

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziata¢ prawidtowo przewdd
panelu na obudowie musi obstugiwa¢ HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac inst-

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowaé w zlgczu gtéwkowym audio

panelu przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:
A. Podlgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.
B. Podtgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podlgczaé dla
panelu audio AC’97.
E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek Control
i wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania’.

Z3cza wentylatora
pompy wodnej obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 11)

(4-pinowe CHA_FAN2/
WP)
(sprawdz s.1, Nr 22)

(4-pinowe CHA_FAN3/
WP)
(sprawdz s.1, Nr 29)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

[N

GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

123 4

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED
4

FAN_SPEED_CONTROL

Ta plyta gléwna udostepnia

trzy 4-pinowe zlacza obudowy
wentylatora chlodzenia wodnego.
Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chtodzenia wodnego obudowy;,
nalezy je podiaczy¢ do pindw 1-3.

ZIacze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANT1)
(sprawdz s.1, Nr 2)

+12v
CPU_FAN_SPEED
GND FAN SPEED CONTROL

123 4

Ta plyta gléwna udostepnia
4-pinowe zlgcze wentylatora
CPU (Cichy wentylator). Jesli
planowane jest podlaczenie 3-pi-
nowego wentylatora CPU, nalezy
je podlaczy¢ do pinow 1-3.
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Ztacze wentylatora
pompy wodnej CPU
(4-pinowe CPU_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 3)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

Ta plyta gléwna udostepnia 4-pi-
nowe zlacze obudowy wentylato-
ra chtodzenia wodnego CPU.
Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora
chlodzenia wodnego CPU, nalezy
je podlaczy¢ do pinéw 1-3.

ZYacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWRI)
(sprawdz s.1, Nr 7)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢

je wzdtuz pinu 1 i pinu 13.

Ztacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe zfgcze zasilania ATX
12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Upewnij sig, Ze
podlaczony kabel zasilajacy
jest przeznaczony do CPU,

a nie do karty graficznej.Nie
podtaczaj do tego zlacza kabla
zasilajacego PCle.

Ztacze gtowkowe TPM
(17-pinowe TPMS1)
(sprawdz s.1, Nr 26)

%

GND

PCICLK

SMB_CLK_MAIN

FRAME
PCIRST#

SMB_DATA_MAIN

LAD2
LAD1

LAD3

+3V
LADO

GND

S_PWRDWN#

SERIRQ#
GND

+3VSB

GND

To zlacze obstuguje system
Trusted Platform Module
(TPM), ktéry moze bezpiecznie
przechowywac klucze, certy-
fikaty cyfrowe, hasta i dane.
System TPM pomaga takze w
zwigkszeniu zabezpieczenia sieci,
ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu

integralnosci platformy.
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ztcze gtowkowe SPI
TPM

(13-pinowe SPI_TPM_
I2Y)

(sprawdz s.1, Nr 10)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy

CLK
SPI_MOSI
RSTH
|TPIM,P|RQ

O[O[O[OJO[O]O
11QJO|O[O[O]Of
| s»IDLTPM,cs#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

To zkgcze obstuguje system

SPI Trusted Platform Module
(TPM), ktory moze bezpiecznie
przechowywa¢ klucze,
certyfikaty cyfrowe, hasta i dane.
System TPM pomaga takze w
zwigkszeniu zabezpieczenia sieci,
ochronie cyfrowych danych
osobowych i zapewnieniu
integralnosci platformy.

ZYacze Thunderbolt AIC
(5-pinowe TBI)
(sprawdz s.1, Nr 28)

Podlacz dodatkowsg karte
Thunderbolt™ (AIC) do ztacza
Thunderbolt AIC przez kabel
GPIO.

* Nalezy zainstalowa¢ karte
Thunderbolt™

AIC do PCIE3 (gniazdo

domyslne).

Ztacza gtowkowe LED
RGB

4-pinowe RGB_LED1)
sprawdz s.1, Nr 24)
4-pinowe RGB_LED2)
sprawdz s.1, Nr 6)

—~ o~ o~ o~

12VvG R B

Zacze glowkowe RGB jest
uzywane do podiaczenia
przedtuzacza LED RGB, ktory
umozliwia uzytkownikom wybér
spoérod roznych efektow swiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zostac uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace
tego zlacza gtowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 42.
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Adresowalne ztgcze
gtowkowe LED
(3-pinowe RGB_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 23)

GND

DO_ADDR

VouT

To zlacze gtowkowe LED jest
uzywane do podiaczenia adreso-
walnego przedtuzacza LED, ktory
umozliwia uzytkownikom wybér
sposréd roéznych efektéw $wiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowa¢ adresowalnego kabla
LED w nieprawidlowym kierun-
ku; w przeciwnym razie kabel
moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace

tego ztycza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 43.

Ztacze gtowkowe portu
szeregowego
(9-pinowe COM1)
(sprawdz s.1, Nr 25)

RRXD1

TTXD1
DDCD#1

DDTR#1
DDSR#1

CCTs#1

RRI#1
RRTS#1

To ztacze gléwkowe COM1
obstuguje modut portu

szeregowego.
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